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Micron Technology（⽶）

フジキン 
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Analog Devices（⽶） 

Skyworks Solutions（⽶） 

Infineon Technologies（独） 

STMicroelectronics（瑞）

THK 

⽇本トムソン 

⽇本ベアリング

ASML（蘭）

オキサイド
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＜「ウエハー検査装置」⽤＞

ひと⽬で分かる 

半導体業界MAP（2024年版）
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熱処理装置

薄膜形成装置

コータデベロッパー

露光装置

CMP装置

ワイヤーボンディング 

装置

エッチング装置

スパッタリング装置

モールディング装置

洗浄装置

イオン注⼊装置

ダイシング装置

グラインディング 

装置

ウェーハ検査装置

テスティング装置

東京エレクトロン 

KOKUSAI ELECTRIC 

東横化学

Applied Materials（⽶） 

Lam Research（⽶） 

東京エレクトロン

SCREEN 
セミコンダクターソリューションズ

SCREEN 
セミコンダクターソリューションズ

東京エレクトロン

Applied Materials（⽶） 

⽇新イオン機器 

住友重機械イオンテクノロジー

ディスコ 

東京精密

ディスコ 

東京精密

ASML（蘭） 

ニコン 

キヤノン

Applied Materials（⽶） 

荏原製作所

Kulicke & Soffa Industries（星） 

ASMPT（星） 

新川

Lam Research（⽶） 

東京エレクトロン 

Applied Materials（⽶）

Applied Materials（⽶） 

アルバック

TOWA 

ASMPT（星） 

アピックヤマダ

東京エレクトロン

芝浦メカトロニクス

東京エレクトロン 

東京精密 

⽇本マイクロニクス

TERADYNE（⽶） 

アドバンテスト

フォトレジスト塗布

ウェーハ表⾯の酸化

エッチング

露光‧現像

薄膜形成

レジスト剥離‧洗浄

イオン注⼊

平坦化

電極形成

ウェーハ検査

ダイシング

グラインディング

ワイヤーボンディング

モールディング

最終検査
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マスク描画装置

マスク検査装置

ラッピング装置 

ポリッシング装置

ワイヤーソー

ニューフレアテクノロジー 

⽇本電⼦

KLA（⽶） 

レーザーテック

不⼆越機械⼯業 

スピードファム

トーヨーエイテック 

岡本⼯作機械製作所

フォトマスク作成

フォトマスク検査

ウェーハの研磨

ウェーハの検査
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回路・パターン 

設計

シリコンインゴット 

切断
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装置名・主要メーカー

装置名

装置名・主要メーカー

主要メーカー

搬送装置

排ガス処理設備
Edwards Vacuum (英) 

カンケンテクノ

ダイボンディング 

装置

Besi（蘭） 

ASMPT（星） 

ファスフォードテクノロジ

ダイボンディング

03

搬送装置

ダイフク 

村⽥機械 

ローツェ
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